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Sposób montażu struktury półprzewodnikowej /na podłożu
izolacyjnym

Przedmiotem wynalazku jest sposób montażu
strukitury półprzewodoikowej na podłożu izolacyj¬
nym, zwłaszcza do wykonania podłoża do wskaź¬
ników cyfrowych zegarkowych. .

Znany jest sposób montażu struktury półprze¬
wodnikowej ma podłożu z ceramiki, laminatu lub
innego -materiału izolacyjnego pokrytego folią me¬
talową. W montażu wykorzystuje się połączenia
drutowe pomiędzy strukturą półprzewodnika a
ścieżkami wytrawionymi w folii metalowej. Nie¬
dogodnością połączeń drutowych jest sitosowanie
skomplikowanych d drogich urządzeń do ulitira- lub
termokompresji, dłuższy cyikl montażu oraz słaba
odporność mechaniczna takiego połączenia.

Znany jest również montaż ibezdrutowy na płyt¬
ce ceramicznej. W tym celu w płytce wykonuje
się wgłębienia, w których mocowane są struktury
półprzewodnikowe. Połączeń dokonuje się lutem
lub pastą przewodzącą do bocznych kontaktów
struktury. Niedogodnością jest, w tym przypadku,
skomplikowana technologia podłoży ceramicznych
wykonywanych z wielu warstw ttolii ceramicznej,
aby zrealizować wielopłaszczyznową sieć połączeń
onaz otrzymać wgłębienia. W związku z tym cena
takiego podłoża jest wysoka.

Istota wynalazku polega na tym, że ścieżki
przewodzące wykonuje się o krawędziach podpie¬
rających strukturę, a strukturę ustawia się płasz¬
czyznami kontaktów prostopadle do płaszczyzny
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podłoża przy krawędziach ścieżek odwzorowują¬
cych obrys struktury.

Zaletą sposobu według wynalazku jest to, że
Odpowiedniki geometria linii krawędzi ścieżek
przewodzących lułaitwiia montaż i transport w cza¬
sie montażu. Ponadto podłoże z laminatu jest tań¬
sze, a montaż bezdrutowy pozwala uzyskać połą¬
czenia trwalsze od stosunkowo zawodnych połą¬
czeń termo- lub (ultrafeompresyijnych. Wyelimino¬
wanie procesu termo- lufo «ultrakompresji skraca
cykl produkcyjny i obniża koszty produkcji.

Sposób jest objaśniony na przykładzie wykona¬
nia uwidocznionym na rysunku, którego fig. 1
przedstawia widok z góry struktury półprzewod¬
nikowej umieszczonej między ścieżkami metalo¬
wymi na podłożu z laminatu, a fig. 2 — jej prze¬
krój A—A przez kontakty elektryczne. Ścieżki 1
wykonuje się z pokrywającej laminat folii mie¬
dzianej w procesie trawienia' fotoktografacznego.
Maska z emulsji światłoczułej nadaje krawędziom
2 ścieżek linię obrysu struktury 3. Po wytrawie¬
niu ndezamafikowanej folii, a następnie usunięciu
emulsji podłoże jest gotowe do montażu struktur
3. Strukturę 3 ustawia sną na podłożu między
ścieżkami' 1 tak, że jej płaszczyzny kontaktów me¬
talowych 4 znajdują się przy krawędziach 2 ście¬
żek 1. Połączenie elektryczne struktury 3 ze ścież¬
kami metalowymi 1 wykonuje się przez połączenie
kontaktu 4 ze ścieżką lutem luib pastą przewodzą-
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cą spełniającą jednocześnie rolę mocowania me¬
chanicznego.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób montażu struktury półprzewodnikowej
na podłożu izolacyjnym ze ścieżkami będącymi

doprowadzeniami elektrycznymi przez połączenie
strukltur ze ścieżkami lutem lub pastą przewodzą¬
cą, znamienny tym, że płaskie kontakty (4) struk¬
tury (3) ustawia się pomiędzy krawędziami (2)

5 ścieżek (1) podpierającymi strukturę (3), przy czym
krawędzie (2) wykonuje się o linii obrysu struk¬
tury.
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